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Abstract of EP0717371 

The chip card mfg. system uses at least chip module 
fitted into a recess in the surface of the card and 
secured in place by a liquid adhesive, which is 
hardened by applied radiation immediately before or 
after the insertion of the chip module. Pref. the 
adhesive is hardened by application of radiation and 
pressure, with the inserted chip card pressed in place 
for a limited duration after its insertion, after previous 
treatment of the adhesive with the hardening radiation. 
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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Chipkarten und Chipkarte 



(57) Bei einem Verfahren zum Herstellen von Chip- 
karten, bei dem wenigstens ein Chipkartenmodul in eine 
Vertiefung eines ChipkartenkGrpers eingefOgt und mit- 
tels eines f lussigen Klebstoffs festgeWebt wird, wird ein 
zumindest strahlungshartbarer Klebstoff aufgebracht 
und unmittelbar vor Oder nach dem Eirrfugen des Chip- 
kartenmoduls mit die Aushartung einleitender Oder die 
Aushartung bewirkender Strahlung beaufschlagi In der 



auf diese Weise erzeugten Chipkarte (C) ist der Chip- 
kartemodul (M) mit dem strahlungshdrtbaren Klebstoff 
(S), insbesondere einem duroplastischen EpoxkJ- Oder 
AcrylatkJebstoff, eingekJebt Die Vorrichtung zum Her- 
stellen der Chipkarten enthalt wenigstens eine Strahlen- 
quelle (L) tor den zumindest strahlungshartbaren 
Klebstoff (S) zum Harten aktivierende Strahlen. 
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Beschreibung 

Die Erf indung betrifft ein Verfahren gemaB Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 1, sowie eine Vorrichtung 
gemaB Oberbegriff des Patentanspruchs 11. 

Ein derartiges Verfahren und eine derartige Vorrich- 
tung sowie eine nach dem Verfahren hergestellte Chip- 
karte sind aus der DE 42 29 639 C1 bekannt. 

Bei einem aus der Praxis bekannten Verfahren wird 
der Chipkartenmodul in einem VorbehandlungsprozeB 
mit einer Schmelzklebefolie beschichtet und spater in 
den ChipkartenkOrper einlaminiert, wobei der Schmelz- 
Weber unter Anwendung von Druck und Temperatur 
wahrend des Einlaminierens aktiviert wird. 

Bei einem anderen aus der Praxis bekannten Ver- 
fahren wird auf den Chipkartenmodul in einem Vorbe- 
handlungsprozeB eine SchmelzWebefolie aufgebracht 
und spater beim Einfugen des Chipkartenmoduls in die 
Vertiefung des ChipkartenkOrpers durch Kontakt-War- 
meeinwirkung unter Druck aktiviert. Bei beiden bekann- 
ten Verfahren tritt durch die Warmeanwendung eine 
Deformation des ChipkartenkOrpers, insbesondere auf 
der dem Modul gegenuberliegenden, Seite auf, die 
selbst durch lokales Kuhlen nicht vermeidbar ist. 

Bei dem aus der DE 42 29 639 C1 bekannten Ver- 
fahren wird vor dem Einfugen des Chipkartenmoduls in 
die Vertiefung des ChipkartenkOrpers mit einer Kanule 
ein CyanakrylatWeber (SekundenWeber) aufgetragen, 
ehe der Modul zu Herstellung der Verbindung und Ein- 
stellung seiner HOhenlage in der Vertiefung mit Druck 
eingepreBt wird. Aulgrund der chemischen Eigenschaf- 
ten von CyanakrylatWebern, durch Diffusion des Kleb- 
stoffes Oder bestimmter Komponenten ergeben sich 
Veranderungen im Verbindungsbereich und insbeson- 
dere VersprOdungen im Randbereich der Vertiefung. 
Diese VersprOdungen sind unerwunschte Inhomogeni- 
taten in der Chipkarte, die im Gebrauch und beim Biegen 
der Chipkarte Risse hervorrufen kOnnen. 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zum DurchfOhren des Ver- 
fahrens anzugeben, bei denen auch in Serienproduktion 
auf kostengunstige Weise eine hohe Qualitat der Chip- 
karten im Hinblick auf geometrische Genauigkeit, Form- 
stabiirtat und den Gebrauchseigenschaften Ober lange 
Gebrauchsdauer mOglich sind. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB mit 
dem Verfahren gemaB Patentanspruch 1 und der Vor- 
richtung gemaB Patentanspruch 1 1 gelOst 

Bei dem Verfahren werden die Chipkartenmodule, 
die in Einzel-, Flachen-, streifen- oder Rollenverband 
verarbeitet werden, sehr zuverlassig mit ChipkartenkOr- 
pern vereinigt. Zum Herstellen der dauerhaft haltbaren 
und gleichmaBigen Verbindung ist kein zusatzliches 
lokales Oder, ganz- Oder teiHIachiges ErwSrmen des 
Moduls und/oder des ChipkartenkOrpers mehr notwen- 
dig, so daB Deformationen auf der dem Modul gegen- 
uberliegenden Seite des ChipkartenkOrpers vermieden 
werden. Durch die beim Einfugen noch flQssige Konsi- 
stenz des strahlungshartbaren Klebstoffs laBt sich der 



Modul sehr genau und mit relativ geringem Druck in der 
Vertiefung posrtionieren und in der HOhe bOndig mit der 
Oberflache des ChipkartenkOrpers einstellen. Die 
erreichte Verbindung ist nach AbschluB es Aushartepro- 

5 zesses hoch belastbar. Das Verfahren ist mit vertretba- 
rem Energieaufwand betreibbar. Der verwendete, 
strahlungshartbare Klebstoff zeichnet sich durch ein Ela- 
stizitatsverharten aus, mrt dem spater kritsche VersprO- 
dungen in der Chipkarte vermieden werden. 

10 Die Chipkarte weist ein gleichfOrmiges Biegeverhal- 
ten Ober ihre gesamte Flache auf. Es sind keine Inhomo- 
genitaten in der Chipkarte feststellbar. 

Mit der Vorrichtung lassen sich vollautomatisch sta- 
bile, geometrisch sehr genaue und Ober lange Standzei- 

15 ten hochbeanspruchbare und langlebige Verbindungen 
zwischen den Modulen und den ChipkartenkOrpern, vor 
allem in Serienproduktion, herstellen, wobei die Strah* 
lenquelle mit ihren Strahlen jeweils den Klebstoff akti- 
viert. 

20 Bei der Verfahrensvariante gemaB Anspruch 2 wird 
ein strahlungshartbarer Klebstoff aufgebracht, der 
zusatzlich auch drucksensitiv ist, d.h., nach dem 
Bestrahlen und unter dem EinfOgedruck rasch aushar- 
tet. Dies hat den Vorteil, daB einerseits zum Einfugen 

25 des Chipkartenmoduls genOgend Zert gewonnen wird, 
und andererseits die Aushdrtung des Klebstoffs nach 
dem Andrucken des Chipkartenmoduls weitgehend 
abgeschlossen ist. 

Besonders zweckmaBig ist es, das Verfahren mit 

30 dem in Anspruch 3 angegebenen Klebstoff durchzufOh- 
• ren, weil ein solcher Klebstoff kein kritisches VersprO- 
dungsverhaften zeigt, mit vorbestimmter Wellenldnge 
des UV-Lichtes jedoch fur eine teste Verbindung zuver- 
lassig aktivierbar ist Spricht der Klebstoff auf die 

35 Bestrahlung spontan an, dann ist zwar nur eine sehr 
kurze Zeitspanne zum Einfugen nutzbar. Gegebenen- 
falls ist es dann zweckmaBig, den Modul bererts einzu- 
fugen, ehe bestrahlt wird. Der Klebstoff laBt sich aber 
auch mrt einem verzOgerten Polymerisationsverhalten 

40 einstellen, so daB dann genOgend Zert zum Einfugen 
und Posrtionieren des Chipkartenmoduls zur VerfOgung 
stent. In diesem Fall kann beretts beim Dosieren und Auf - 
tragen.dh., vor dem Einfugen bestrahlt werden. Es kann 
hier sogar mit einem SchmelzWebstoff gearbeitet wer- 

45 den, der durch Strahlen, z.B. UV-Strahlen, relativ spon- 
tan zum Ausharten aktivierbar und in ausgehartetem 
Zustand duroplastisch ist 

Bei der Verfahrensvariante gemaB Anspruch 4 wird 
die VerzOgerung so eingestellt, daB genOgend Zert zum 

so korrekten Einfugen, Andrucken und Positionieren des 
Moduls gegeben ist. 

Eine besonders zweckmaBige Verfahrensvariante 
geht aus Anspruch 5 hervor. Hierbei ist es unerheblich, 
wie lange das EinfOgen, EindrQcken und Positionieren 

55 des Moduls dauert, weil der Klebstoff erst bei eingesetz- 
tem Modul aktiviert wird, und zwar mittels der den trans- 
parenten Teil des ChipkartenkOrpers durchsetzenden 
Strahlen. 
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GemaB Anspruch 7 bzw. Anspruch 8 lassen sehr 
kur2e Taktzeiten und damit eine hohe AusstoBrate ferti- 
ger Chipkarten erreichen. 

Mit dem Verfahrensschritt gemaB Anspruch 9 wird 
die Verbindung ganzlich ausgehartet. 

Bei der Ausfuhrungsform der Chipkarte gemaB 
Anspruch 10 gewahrleistet entweder eine transparente 
ROckenschicht oder ein transparentes Fenster im Chip- 
kartenkCrper die Clbertragung der Energie in den Kleb- 
stoff. 

Bei der AusfOhrungsform der Vorrichtung gemaB 
Anspruch 1 1 wird durch die relative Beweglichkert eine 
kurze Taktzeit erreicht und auch sichergestellt, daB der 
Chipkartenmodul schnell genug in die Vertief ung einfOg- 
bar ist, ehe der Klebstoff ausgehartet ist. 

ZweckmaBigerweise wird gemaB Anspruch 12 eine 
linieare Hin- und Herbewegung der Auflage gesteuert, 
um die notwendige Strahlendosis vor dem Einfugen ein- 
wirken zu lassen. Es ist aber auch denkbar, die Strah- 
lenquelle relativ zur feststehenden Auflage zu bewegen. 

Die Ausfuhrungsform gemaB Anspruch 13 ist bau- 
lich einfach und ermGglicht das Aktivieren des Klebstoffs 
von der RQckseite des ChipkartenkOrpers her durch den 
transparenten Teil der Chipkarte, nachdem oder wah- 
rend der Modul eingefQgt wird. 

Unter den vorstehend erwahnten strahlungshartba- 
ren Klebstoffen sind spezielle Acrylate oder Epoxide zu 
verstehen, die im flOssigen Zustand unter EinfluB von 
Strahlung geeigneter Wellenlange zur spontanen oder 
verzGgerten Polymerisation und Verfestigung anregbar 
sind und dann durch sie benetzte Substrate dauerhafl 
miteinander verbinden. Besonders zweckmaBig sind 
duropiastische Klebstoffe, die eine spatere Manipulation 
an der Chipkarte durch Warmebehandlung unmGglich 
machen. Es kOnnen ein- oder mehrkomponentige Kleb- 
stoffe dieser Art benutzt werden. Auch duropiastische 
SchmelzWebstoffe sind verwendbar, die durch Strahlen 
hartbar sind. 

Anhand der Zeichnung werden Ausfuhrungsformen 
des Erf indungsgegenstandes eriautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht, teilwei 

se im Schnitt, einer Vorrichtung zum Her- 
stellen von Chipkarten, 

Fig. 2 + 3 Teilschnitte unterschiedlicher Chipkarten, 
und 

Fig. 4 einen Ausschnitt einer abgewandelten 
Vorrichtung. 

In Fig. 1 ist eine ebene Auflage mit einer Aufnahme 
13 fur einen Chipkartenkdrper K vorgesehen. In einer 
Einf uge- und AndrOckvorrichtung E wird wenigstens ein 
Chipkartenmodul M bereitgehalten, der in eine Vertie- 
fung 9 eines in der Aufnahme 13 gehaltenen Chipkar- 
tenkOrpers K einzufOgen ist. Obwohl nur ein 
ChipkartenkOrper K gezeigt ist, kOnnte auch ein Streifen 
oder ein Bogen mit einer Vielzahl von ChipkartenkOrpern 



K bereitgestellt werden. Der Chipkartenmodul M wird mit 
einem Halter 14, z.B. einem Saughalter, gehalten und 
zuvor gegebenenfalls aus einem Einzel-, Flachen-, Strei- 
fen- oder Rollenverband (nicht gezeigt) herausgelOst. 

5 Der Halter 1 4 kann mit einem Antrieb 8 in Richtung eines 
Doppelpfeiles auf- und abbewegt werden, umden Chip- 
kartenmodul M in die Vertief ung 9 einzusetzen, ihn dabei 
zumindest kurzzeitig anzudrOcken und genau bundig mit 
der Oberf lache des ChipkartenkOrpers K zu positionie- 

10 rea 

Oberhalbder Auflage A ist eine Dosiereinrichtung V 
zum dosierenden Auftragen influssigem Zustand bereit- 
gestellten Klebstoffes S vorgesehen. Der Klebstoff S ist 
ein strahlungshartbarer Klebstoff, vorzugsweise ein 

15 durch UV-Licht eienr vorbestimmten Wellenlange zur 
Polymerisation aktivierbarer Acrylat- oder Epoxid-Web- 
stoff. Der Klebstoff S wird in einem mit einer Heizung 2 
versehenen Behalter 1 gespeichert, der uber eine Lei- 
tung 3 mit einem Kopf 5 mit Ausgabefiffnungen 6 verbun- 

20 den ist. Gegebenenfalls ist in der Leitung 3 ein taktweise 
betatigbares Ventil 7 oder eine Absperrvorrichtung vor- 
gesehen. Eine Pumpe oder ein Kolben (bei 4 angedeu- 
tet) kann zum FOrdern des Klebstoffes S vorgesehen 
sein. Der Kopf 5 lafit sich mit einem Antrieb 10 in meh- 

25 reren Richtungen, vorzugsweise programmgesteuert, 
verstellen, um (bei der gezeigten Ausfuhrungsform) 
mehrere Klebstofftropfen in der Vertiefung 9 aufzubrin- 
gen. 

Ferner ist oberhalb der Auflage A eine Strahlen- 
do quelle L vorgesehen, die sich bei der gezeigten Ausfuh- 
rungsform mittels eines Antriebs 1 1 Ober die Vertiefung 
9 verfahren laBt, den aufgebrachten Klebstoff S kurzzei- 
tig bestrahlt und sofort wieder beiseite bewegbar ist, 
damit der Chipkartenmodul M sofort unter kurzzeitigen 
35 AndrOcken in der Vertiefung 9 positioniert werden kann. 
Das AndrOcken kann mittels des Antriebs 8 gesteuert 
werden. 

Es ist mfiglich, eine getrennte Strahlungsquelle L 
(UV-Lampe) und eine getrennte AndrOckvorrichtung P 

40 zu verwenden, die den Chipkartenmodul lokal und kurz- 
zeitig unter f lachendeckendem Verteiien des Klebstoffes 
S eindrOckt und positioniert. 

Afternativ ist es mOglich, den Klebstoff S auf den 
Chipkartenmodul M aufzutragen, oder, fails zweckma- 

45 Big, sowohl auf dne Chipkartenmodul M als auch in der 
Vertiefung 9 aufzubringen. Dann mQBte auch der Chip- 
kartenmodul durch die Strahlenquelle bestrahlbar sein. 
Es kOnnte ferner der Kopf 5 stationar gehalten und ent- 
weder der ChipkartenkOrper K und/oder der Chipkarten- 

50 modul M zum Aufbringen des Klebstoffs S zum Kopf 5 
betatigt werden. 

Das Bestrahlen des Klebstoffes S, das Einfugen des 
Chipkartenmoduls M und das EindrOcken desselben 
werden innerhalb einer Zertspanne von 5 Sek.. vorzugs- 

55 weise innerhalb von ca. 1 bis 2 Sek. durchgef Qhrt. Es ist 
auch mOglich, die Auflage A durch einen Antrieb 1 2 zwi- 
schen zwei Stellungen hin- und herzubewegen, um beim 
Aufbringen des Klebstoffes in der Vertiefung 9 die Ver- 
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tiefung zwischen dem Kopf 5 und der Strahlenquelle L 
hin- und herzuverstellen. 

Der Klebstoff S kOnnte auch aufgesprOht, aufgera- 
kelt, aufgestrichen Oder aufgeroltt werden. 

ZweckmflBigerweise wird der Webstoff S in Form 
von Punkten, Strichen, Spuren, Bahnen, gegebenenfalls 
in einem vorbestimmten Muster, z.B. in einem Polygon- 
zug mit beliebiger n-Eckenkonfiguration aufgebracht. 

BeispieM: 

Auf vorbestimmte KlebeflSchen eines Chipkarten- 
moduls M aus FR-4-Tragermaterial (EpoximateriaO wird 
eine Raupe aus dem flussigen Klebstoff S als rechtek- 
ktge, geschlossene Spur aufgetragen. Der Modul M wird 
mit UV-Licht bestrahlt und unmittelbar danach (innerhalb 
von 2 Sek.) in die Vertiefung 9 des aus Polycarbonat 
bestehenden ChipkartenkOrpers.K eingesetzt und ange- 
druckt. Nach der klebstoff spezif ischen Aushdrtezeit wird 
eine teste Verbindung zwischen dem Modul und dem 
ChipkartenkOrper erhalten. 

Beispiel 2: 

In die Vertiefung 9 des ChipkartenkOrpers K, der 
z.B. aus PVC besteht, werden vier Punkte des Klebstoffs 
S auf der Grundfldche der Vertiefung 9 aufgebracht 
Unmittelbar danach wird der Klebstoff S mit UV-Ucht 
belichtet und der Chipkartenmodul M aus FR-4-Trager- 
material mit seiner KlebeflSche eingesetzt und ange- 
drQckt. 

Die auf diese Weise hergestellten Chipkarten sind 
unter anderem als Telefon-, Buchungs- und Prozessor- 
karten und dgl. verwendbar. 

Fig. 2 verdeutlicht einen Ausschnitt einer speziellen 
Chipkarte C, in deren ChipkartenkOrper K der Chipkar- 
tenmodul M in der Vertiefung 9 mittels ausgeharteten 
Klebstoffs S festgelegt ist. Der ChipkartenkOrper K 
besitztrz.B. eine nicht transparente Vorderseitenschicht 
15 und eine fOr UV-Licht durchldssige, d.h. transparente 
RQckenschicht 16. Zum Herstellen der Chipkarte C 
gemSB Fig. 2 wird zunflchst auf den Modul M und/oder 
in der Vertiefung 9 der Klebstoff S aufgetragen, ehe der 
Modul M eingefOgt wird. Dann wird durch die transpa- 
rente RQckenschicht 16 der Klebstoff M mit UV-Licht 
bestrahlt und aktiviert. Dabei wird der Modul M endguftig 
angedruckt und positioniert. 

Bei der Chipkarte C gemflB Fig. 3 ist in den aus nicht 
transparentem Material bestehenden ChipkartenkOrper 
K ein transparentes Fenster 17 inkorporiert, durch das 
der zuvor aufgebrachte Klebstoff S zum Aktivieren mit 
UV-Licht bestrahlt wird 

Bei der abgeanderten Ausf Qhrungsform der Vorrich- 
tung gemaG Fig. 4 ist die Auflage A stationer. Unterhalb 
der Aufnahme 13, und zwar unterhalb der Vertiefung 9 
eines in die Aufnahme 13 eingesetzten ChipkartenkOr- 
pers K, ist entweder ein Ausschnitt 18 oder ein transpa- 
rentes Fenster 19 vorgesehen. Darunter ist die 
Strahlenquelle L positioniert, urn den Klebstoff S beim 



EinfOgen des Chipkartenmoduls M zu aktivieren, d.h. urn 
beispielsweise Chipkarten C nach den Fig. 2 und 3 her- 
zustellen. 

5 PatentansprOche 

1 . Verfahren zum Herstellen von Chipkarten, bei dem 
wenigstens ein Chipkartenmodul in eine Vertiefung 
wenigstens eines ChipkartenkOrpers eingefOgt und 

10 mit vor dem EinfOgen auf den Chipkartenmodul 
und/oder in der Vertiefung aufgebrachtem f lOssigem 
Klebstoff festgeWebt wird, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein zumindest strahlungshdrtbarer Kleb- 
stoff aufgebracht und unmittelbar vor oder nach dem 

75 EinfOgen des Chipkartenmoduls mit die Aushartung 
©nleitender oder die Aushartung bewirkender 
Strahlung beaufschlagt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
20 zeichnet, daB ein durch Strahlung und durch Druck- 

beaufschlagung hartbarer Klebstoff aufgebracht 
und der Chipkartenmodul eingefOgt und zumindest 
kurzzeitig angedrOckt wird, und daB der Klebstoff 
unmittelbar vor oder nach dem EinfOgen und vor 
25 dem AndrOcken mit die Aushartung einleitender 
Strahlung behandelt wird. 

3. Verfahren nach den AnsprOchen 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein mit UV-Licht hartbarer 

30 duroplastischer, ein- oder mehrtomponentiger 
Acrylat- oder Epoxid-Klebstoff mit UV-Licht vorbe- 
stimrrrter Welleniange zur spontanea oder verzOger- 
ten Polymerisation aktiviert wird. 

35 4. Verfahren nach wenigstens einem der AnsprOche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Klebstoff 
mit einem die Polymerisation bei Strahlenbehand- 
lung kurzzeitig verzOgernden Zusatz versetzt wird, 
urn nach dem Bestrahlen des aufgetragenen Kleb- 

40 stoffs bei auBerhalb der Vertiefung befindlichem 
Chipkartenmodul den Chipkartenmodul vor dem 
Poiymerisieren des Klebstoffs einfOgen und exakt 
positionieren und andrucken zu kOnnen. 

45 5. Verfahren nach den AnsprOchen 1 oder 2, dadurch 
, gekennzeichnet, daB der aufgebrachte Klebstoff 
nach dem EinfOgen des Chipkartenmoduls durch 
einen zumindest teilweise transparenten und fOr die 
Strahlen durchgdngigen ChipkartenkOrper mit den 

so strahlen behandelt wird. 

6. Verfahren nach den AnsprOchen 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Klebstoff beim dosierten 
Aufbringen mit den Strahlen behandelt wird. 

55 

7. Verfahren nach den AnsprOchen 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Aufbringen, Bestrahlen 
und EinfOgen innerhalb von 10 Sek. abgeschlossen 
werden. 
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8. Verfahren nach den AnsprOchen 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Aufbringen, Bestrahlen 
und Einf Ogen innerhalb von 1 bis 3 Sek. abgeschlos- 
sen werden. 

5 

9. Verfahren nach wenigstens einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Chipkarte 
einer anschlieBenden Warmebehandlung unterwor- 
fen wird. 

w 

10. Chipkarte, die nach dem Verfahren gemaG wenig- 
stens einem der Anspruche 1 bis 9 hergestelit ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB der ChipkartenkOr- 
per (K) eine transparente ROckenschicht (16) Oder 

in der ROckseite im Bereich der Vertiefung (9) ein is 
transparentes Fenster (17) aufweist. 

11. Vorrichtung zum Herstellen von Chipkarten aus 
wenigstens einem mit zumindest einer Vertiefung 
versehenen ChipkartenkOrper und aus einem in die 20 
Vertiefung passenden Chipkartenmodul, mit einer 
Auflage fur den ChipkartenkOrper, einer EinfOge- 
-oder- AndrOckvorrichtung fOr den Chipkartenmodul, 
und einer Auftrageinrichtung zum dosierten Aufbrin- 
gen f lussigen Klebstoffs in der Vertiefung und/oder 25 
auf den Chipkartenmodul, dadurch gekennzeich- 
net, daB wenigstens eine Strahlenquelle (11) fur 
den zumindest strahlungshartbaren Klebstoff (S) 
zum Harten aktivierende Strahlen vorgesehen ist. 

30 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Strahlenquelle (L) und der in der 
Einfugevorrichtung (E) gehaltene Chipkartenmodul 
oder der auf der Auflage (A) positionierte Chipkar- 
tenkOrper (K) relativ zueinander bewegbar sind. 35 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Strahlenquelle (L) neben der Auf- 

- -trageinrichtung (V) und der- Enf Ogevorrichtung (E) 
oberhalb der Auflage (A) angeordnet ist, und daB die 40 
Auflage mrt einem Antrieb (12) zwischen zwei Stel- 
lungen derart hin- und herbewegbar ist, daBdie Ver- 
tiefung (9) in der einen Steilung unterhalb der 
Auftrageinrichtung (V) und in der anderen Steilung 
unterhalb der Strahlenquelle (L) steht. 45 

14. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Strahlenquelle (L) unterhalb der 
Auflage (A) angeordnet und auf die Vertiefung (9) 
des ChipkartenkOrpers (K) ausgerichtet ist, und daB so 
in der Auflage (A) ein fur die Strahlen der Strahlen- 
quelle (L) durchlassiges Fenster (19) Oder ein Aus- 
schnitt (18) vorgesehen ist. 
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